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	《关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
	经与会监事讨论，同意公司与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，进一步明确本次交易过渡期间的具体安排。
	表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



